附件：

毫米波双频馈源及功能模块加工项目技术指标要求
1、 加工内容：毫米波天线双频馈源、毫米波功放模块封装壳体。
2、 高隔离度馈源：分为矩形和圆柱两部分。矩形部分：55mm*40mm*70mm，内部波导分矩形波导->矩形到圆过渡波导->圆形波导，贯穿，波导内表面精度：±0.01mm**，表面粗糙度：0.2**，分成两部分加工，加工完成进行无缝组装；圆柱部分：外径12.6mm，长度：221mm，内开小直径孔->小直径到大直径孔过渡->大直径孔，最薄壁厚小于等于1.5mm，孔内表面精度：±0.01mm**，表面粗糙度：0.2**，材料：铜镀金（内外表面）**，数量：3套。
3、 毫米波功放模块封装壳体：壳体采用H62黄铜材质**，分上下half两部分加工，提供对位销钉，加工精度取对称公差0.01mm**，表面光洁度0.8**。壳体表面做镀金处理，镀金厚度0.3um**，加工时对镀金厚度进行补偿**。镀金时对壳体封盖边缘部分进行屏蔽，以便于后期进行盖板的激光封焊**。数量：6套
4、 要求：所有模块加工后进行三坐标检测，提供加工精度和粗糙度测试数据**；交付前需要装配确认（配套相应的螺钉、定位销等）。
5、 双频馈源及功放模块的加工图纸由使用方提供，供应方根据图纸加工。

6、 保质期：2年。
7、 工期：2个月
